ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку компьютерных комплектующих 

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 

Дата выпуска не ранее 1 квартала 2013 г.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Процессор
	Гнездо процессора LGA 1155. 

Частота номинальная – 3.3  GHz. (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost  3.7 GHz;

Количество ядер не менее 3, не более 5.

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX.

Рассеиваемая мощность не более 77 Вт, Технология производства  0.022 мкм 

Кэш L3 не менее 5, не более 7 Мб.
	Не менее 30 месяцев
	10
	шт.

	2
	Компьютерный корпус
	Тип корпуса  Minitower

Форм-фактор  mATX
Блок питания от  450 Ватт

Расположение БП  Верхнее

Отсеки:

Внешние отсеки 5,25" не менее 2 штук

Внешние отсеки 3,5" не менее 2 штук

Внутренний отсек 3,5" не менее 5 штук

Кол-во полноразмерных слотов расширения не менее  4 штук.

Индикаторы - Power, HDD.

Внешние разъемы на передней панели: USB 2.0 x 2 Audio
Тыловой вентилятор  120 мм не менее 1 штуки

Thermal Solution -  Intel Certified TAC 2.0

Обязательно наличие воздуховода в боковой стенке над процессорным разъемом

Цвета, использованные в оформлении: Серебристый, черный.

Материал  Сталь SECC толщиной  не менее 0.55 мм

Размеры: 

Высота от 340 до 360 мм 

Ширина от 185 до 195 мм

Глубина от 375 до 385 мм.

Вес от 5 кг.
	Не менее 24 месяцев
	100
	шт.

	3
	Манипулятор мышь
	Тип манипулятора мышь –  проводной, оптический.

Количество кнопок - 2 (+1 колесо прокрутки при нажатии) 

Интерфейс – PS/2.

DPI- 800 (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Форма одинаково подходит для левой и правой руки.

Вес от 99 до 101 грамма.

Цвет – черный.

Размеры: 

Ширина от 114 до 116 мм

Высота от 36 до 38 мм

Глубина от 628 до 630 мм
	Не менее 12 месяцев
	50
	шт.

	4
	Жесткий диск
	Объём 1000 Gb (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Формат накопителя 3,5” (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/минуту (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена) 

Буфер не менее 64 Mb
Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/секунду

Технология– No Touch
MTBF не менее 650 тысяч часов

Время включения не более 1 секунд

Диапазон рабочих температур с нижним пределом не более 00С и верхним пределом не менее 60 0С

Использование в дисковых массивах

Интерфейс SATA

	Не менее 36 месяцев
	10
	шт.

	5
	Оптический привод
	Цвет использованный в оформлении – черный

Установка - вертикальная, горизонтальная

Механизм загрузки дисков – лотокМетоды записи DVD-R & DVD-R (DL): DAO (Disc-At-Once)/Incremental Recording (Multi-Border Recording)DVD-RW & DVD-RW (DL): DAO (Disc-At-Once)/Restricted Overwriting/Incremental Recording (Multi-Border Recording) DVD+R & DVD+R (DL): Sequential Recording (Multi-Session Recording) DVD+RW & DVD+RW (DL): Random Recording CD-R/RW: DAO (Disc-At-Once)/TAO (Track-At-Once)/SAO (Session-At-Once)/Packet Recording (Multi-Session Recording)  Буфер 1.5 Мб  Записываемые форматы DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD+R9 Dual Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-RAM |совместимые болванки 

Поддерживаемые размеры дисков 12 см, 8 см

Интерфейс SATA

Технология энергосбережения «E-Green»

MTBF 60 тыс. часов
	Не менее 12 месяцев
	10
	шт.

	6
	Модуль памяти
	Модуль памяти DDR3

Объем одного модуля не менее 4, не более 5 Гб.

Стандарт памяти PC3-12800 (DDR3 1600 МГц)  

Тайминги: 11-11-11  

Точное значение напряжения питания – 1.5 В.
	пожизненная
	20
	шт.

	7
	Видеокарта
	RAMDAC 400 МГц. 

GPU GeForce GTX 660 

Интерфейс:  PCI Express 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х) с возможностью объединения карт при помощи SLI.

Макс. кол-во подключаемых мониторов - 4, с возможностью объединения до 3 дисплеев в 3D Vision Surround;

Порты - DisplayPort, DVI-D, DVI-I, HDMI;

Тип видеопамяти GDDR5

Частота памяти 1502 МГц. (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена).

Объём видеопамяти не менее 1,5 и не более 2.5 гигабайт.

Длина видеокарты не менее 257 и не более 259 мм

Поддержка вычислений общего назначения на GPU DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0

Кол-во пиксельных конвейеров не менее 80,  

Блоков выборки текстур - не более 24.

Охлаждение - Активное (радиатор + 2 вентилятора DirectCU II на лицевой стороне платы)

Потребление энергии –  не более140 ватт.


	Не менее 60 месяцев
	10
	шт.

	8
	Системная плата
	Гнездо процессора Socket H2.

EFI AMI BIOS, 64 Мбит 

Количество процессорных гнезд на плате – не более 1;

Зарядка USB устройств, Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Увеличенная мощность USB портов, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Автоматический разгон, Технология ускорения USB 3.0, Кэширование данных на SSD

Чипсeт Intel®  Z77;

SATA II – не менее 3  и не более 4 штук

SATA 6Gbs -  не более 2 штук

Интегрированный RAID-контроллер с возможностью построения RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств.

Видео M/B Используется встроенное в процессор видеоядро. Максимальный размер видеобуфера 1696 Мб  

Количество разъемов DDR3 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP);

Контроллер USB USB 3.0 контроллер встроен в чипсет с поддержкой 4х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения 2х портов на корпусе.    

Количество разъемов PCI Express - 2 слота 1x, 2 слота 16x (Слоты 16х работают в режиме 16-4) Слот 16х будет работать со скоростью до 8 GT/s только при установке процессора Ivy Bridge, при установке процессора Sandy Bridge, слот будет работать со скоростью до 5 GT/s, слоты 1х и слот 16х (работающий в режиме 4х) всегда работают со скоростью до 5 GT/s 

Сеть 10/100/1000 Мбит/сек. сетевой контроллер Realtek RTL8111E 

Порты 1x PS/2 клавиатура/мышь, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Line-out.

Технология энергосбережения Energy Processing Unit (EPU)  

Формат платы ATX (305 x 218 мм)  


	Не менее 36 месяцев
	10
	шт.

	9
	Блок питания
	Мощность 850 Ватт (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)
Форм-фактор: АТХv2.3/EPSv2.92

Активный PFC 

КПД  не менее 87 %

Вентилятор не менее 140 мм.

Наличие сертификата 80 plus gold
От соединяющиеся кабели.

Оплетка кабелей.

Длинна линий питания МП не менее 640 мм

Разьем Molex – не менее 8 штук, SATA не менее 12 штук.

Питание видеокарты 6х(6+2) pin
Сетевой кабель в комплекте.


	Не менее 12 месяцев
	10
	шт.

	10
	Процессор
	Гнездо процессора LGA 1150. 

Частота номинальная – 3.4 GHz. 

Количество ядер не менее 2, не более 3.

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX 2.0.

vPro Technology.

Рассеиваемая мощность не более 55 Вт, Технология производства  0.022 мкм 

Кэш L3 не менее 3 не более 5 Мб. 
	Не менее 30 месяцев
	250
	шт.

	11
	Компьютерный корпус
	Тип корпуса  Miditower

Форм-фактор  ATX
Блок питания от  600 Ватт

Расположение БП  Верхнее

Отсеки:

Внешние отсеки 5,25" не менее 4 штук

Внешние отсеки 3,5" не менее 1 штуки

Внутренний отсек 3,5" не менее 5 штук

Кол-во полноразмерных слотов расширения не менее  7 штук

Возможность установки в 19'' стойку ( при помощи приобретаемого отдельно комплекта телескопических рельсов и комплекта скоб с ручками для фиксации корпуса в стойке)

Тыловой вентилятор  120 мм не менее 1 штуки

Материал  Сталь SECC толщиной  не менее 0.8 мм

Внутренняя корзина для HDD - съемная
	Не менее 24 месяцев
	250
	шт.

	12
	Вентилятор охлаждения процессора
	Крепление на гнездо процессора LGA 1150. 

Крепление на винтах

Воздушный поток не менее 42.0 не более 44.0 CFM  

Номинальный ток не менее 0.52 не более 0.55 А 

Питание От 4-pin коннектора МП   

Тип подшипника - Подшипник скольжения с винтовой нарезкой (Rifle Bearing)

Материал радиатора - алюминий с медным стерженем.

MTBF не менее 40 тыс. часов  

   
	Не менее 24 месяцев
	250
	шт.

	13
	Жесткий диск
	Объём 500 Gb (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Формат накопителя 3,5” (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/минуту (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Буфер не менее 16 Mb не более 30 Мb
Пропускная способность интерфейса не менее 6 Gb/секунду

Технология парковки головок NoTouch

Интерфейс SATA

	Не менее 36 месяцев
	250
	шт.

	14
	Оптический привод
	Цвет использованный в оформлении – черный

Установка - вертикальная, горизонтальная

Механизм загрузки дисков – лотокМетоды записи DVD-R & DVD-R (DL): DAO (Disc-At-Once)/Incremental Recording (Multi-Border Recording)DVD-RW & DVD-RW (DL): DAO (Disc-At-Once)/Restricted Overwriting/Incremental Recording (Multi-Border Recording) DVD+R & DVD+R (DL): Sequential Recording (Multi-Session Recording) DVD+RW & DVD+RW (DL): Random Recording CD-R/RW: DAO (Disc-At-Once)/TAO (Track-At-Once)/SAO (Session-At-Once)/Packet Recording (Multi-Session Recording)  Буфер 1.5 Мб  Записываемые форматы DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD+R9 Dual Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-RAM |совместимые болванки 

Поддерживаемые размеры дисков 12 см, 8 см

Интерфейс SATA

Технология энергосбережения «E-Green»

MTBF 60 тыс. часов
	Не менее 12 месяцев
	250
	шт.

	15
	Модуль памяти
	Модуль памяти DDR3

Объем одного модуля не менее 2, не более 3 Гб.

Стандарт памяти PC3-12800 (DDR3 1600 МГц)  

Тайминги: 11-11-11  

Точное значение напряжения питания – 1.5 В.


	пожизненная
	500
	шт.

	16
	Видеокарта
	RAMDAC 400 МГц. 

GPU GeForce GT 630 (Kepler);

Охлаждение видеокарты Пассивное охлаждение (радиатор на лицевой стороне платы);

Порты DVI-I, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub;

Тип видеопамяти DDR3

Обьем видеопамяти не более 1.5 гигабайт.

Длина видеокарты не более 150 мм

Потребление энергии – не более 25 Ватт

Поддержка вычислений общего назначения на GPU DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0

Кол-во пиксельных конвейеров не менее 32,  

Блоков выборки текстур - не более 8.


	Не менее 60 месяцев
	250
	шт.

	17
	Системная плата
	Гнездо процессора Socket H3. 

Количество процессорных гнезд на плате – не более 1;

Зарядка USB устройств, Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Увеличенная мощность USB портов, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Автоматический разгон, Технология ускорения USB 3.0, Кэширование данных на SSD

Чипсeт Intel®  H87;

Видео M/B Используется встроенное в процессор видеоядро. Максимальный размер видеобуфера 1024 Мб  

Количество разъемов DDR3 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP);

Контроллер USB USB 3.0 контроллер встроен в чипсет с поддержкой 4х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения 2х портов на корпусе.    

Количество разъемов PCI Express 2 слота 1x, 2 слота 16x (Слоты 16х работают в режиме 16-4). Слот 16х работает со скоростью до 8 GT/s, слоты 1х и слот 16х (работающий в режиме 4х) работают со скоростью до 5 GT/s  

Сеть 10/100/1000 Мбит/сек. сетевой контроллер Realtek RTL8111G  

Порты 1x PS/2 клавиатура/мышь, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out  

Технология энергосбережения Energy Processing Unit (EPU)  

Формат платы microATX (244 x 219 мм)  


	Не менее 36 месяцев
	250
	шт.


Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора.

Начальник подразделения                                                                                                   Е.Ф.Медведев
Исполнитель                                                                                                                          Н.А.Ананьев

